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          COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CEA-Léti et SHINKO signent un contrat de laboratoire commun 
pour travailler sur une technologie d’encapsulation perfectionnée des semi-conducteurs
Les équipes collaboreront pour permettre la production de masse des interposeurs en silicium afin qu’ils soient utilisées dans l’électronique portative et dans d’autres applications 
GRENOBLE, France, le 21 janvier 2011 – Le CEA-Léti annonce qu’il a signé un contrat de plusieurs années avec SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. (« SHINKO ») pour développer une technologie perfectionnée d’encapsulation des semi-conducteurs ; cette décision laisse espérer l’augmentation des performances et la réduction de la taille de l’électronique portative et d’autres systèmes perfectionnés.

Ces travaux, qui feront partie des recherches plus larges du Léti concernant les substrats en silicium perfectionnés, se concentreront sur les interposeurs en silicium, une technologie existant depuis un certain temps mais qui présente maintenant bien des avantages séduisants pour les applications de dernière génération. Les couches passives intermédiaires dont il est question peuvent être utilisées de plusieurs façons pour stimuler les performances exploitables et réduire l’empreinte des puces en silicium perfectionnées, en offrant beaucoup des avantages de l’encapsulation 3D sans nécessiter de changements complets au niveau de la conception et des procédés de fabrication.
Les applications pourraient notamment inclure le montage de multiples puces sur un seul interposeur et l’utilisation d’interposeurs pour acheminer un grand nombre de connexions d’entrée/sortie sur des puces en silicium qui seraient autrement trop petites pour les permettre.
Les ingénieurs de SHINKO, entreprise basée à Nagano, au Japon, travailleront avec le personnel du Léti dans le laboratoire commun, qui se situera au siège du Léti, à Grenoble.
Le développement de la technologie des interposeurs est un exemple de la manière dont le Léti envisage sa mission, qui consiste à faire passer les innovations du stade expérimental à l’utilisation quotidienne. Le Léti offre des installations et une expertise de premier plan en matière d’expérimentation et d’évaluation, ainsi que la capacité à intégrer de nouvelles technologies dans les flux de production de masse, étape essentielle au processus de commercialisation.
« Depuis de longues années, SHINKO met sur le marché des produits et des procédés innovants et nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec eux ici, à Grenoble », déclare Laurent Malier, directeur du Léti. « Cette collaboration associera l’intelligence et la créativité de personnels techniques spécialisés et nous espérons que les progrès accomplis seront rapidement adoptés dans des applications du monde réel. »
« Jusqu’à présent, SHINKO a participé au développement des technologies d’encapsulation 3D en silicium. SHINKO peut accélérer le développement pour la production de masse du substrat haute densité de dernière génération en s’associant avec le Léti », déclare Mitsuharu Shimizu, dirigeant de SHINKO.
About CEA-Leti
CEA is a French research and technology public organisation, with activities in four main areas: energy, information technologies, healthcare technologies and defence and security. Within CEA, the Laboratory for Electronics & Information Technology (CEA-Leti) works with companies in order to increase their competitiveness through technological innovation and transfers. CEA-Leti is focused on micro and nanotechnologies and their applications, from wireless devices and systems, to biology and healthcare or photonics. Nanoelectronics and microsystems (MEMS) are at the core of its activities. As a major player in MINATEC campus, CEA-Leti operates 8,000-m² state-of-the-art clean rooms, on 24/7 mode, on 200mm and 300mm wafer standards. With 1,200 employees, CEA-Leti trains more than 150 Ph.D. students and hosts 200 assignees from partner companies. Strongly committed to the creation of value for the industry, CEA-Leti puts a strong emphasis on intellectual property and owns more than 1,500 patent families. 

For more information, visit www.leti.fr.
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SHINKO a été fondé à Nagano, au Japon, en 1946. SHINKO est un fabricant complet de boîtiers de semi-conducteurs, notamment de grilles de connexion et de PLP (boîtiers de plastique stratifié), qui compte parmi les chefs de file du secteur. Si vous souhaitez plus d’informations sur SHINKO, rendez-vous sur son site Internet : http://www.shinko.co.jp/english/index.html
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